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Abstract (en)
Pharmaceutical product administration involves subjecting pharmaceutical product and a portion of application liquid-contained container (1),
preferably syringe, particularly Luer-lock syringe to an ultrasonic bath. The container walls are permeable for ultrasonic sound. The syringe has a
volume of 10-20 ml. Independent claims are included for: (1) a syringe for administering pharmaceutical product, which comprises an impact body;
and (2) a container for the ultrasonic bath, which comprises a cover having multiple insertion holes.

Abstract (de)
Verfahren zur Herstellung von Arzeimittelsuspensionen zur oralen Einnahme oder zur Sondenapplikation, bei dem das Arzneimittel in einem
Behalter, vorzugsweise einer handelstblichen Spritze, zerkleinert und in einer Applikationsflissigkeit dispergiert wird. Das Verfahren kann in einem
geschlossenen System ohne Wirkstoffverlust, Kontaminationsgefahr und Personalgefahrdung durchgefiihrt werden, indem der Behélter, der das
Arzneimittel und wenigstens einen Teil der Applikationsflissigkeit enthalt und dessen Wande fiir Ultraschall durchlassig sind, einem Ultraschallbad
ausgesetzt wird. Die Erfindung betrifft ferner eine als Behalter zu verwendende Spritze (6, 7) sowie ein Gefal3 (1) fur das Ultraschallbad
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